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半导体机器视觉机器人的缺陷检测及分类应用

机器人已在半导体工业很长一段时间，半导体制造作业机器人从机械任务到智能任务。半导

体制造过程中的缺陷检测是由机器人完成的，其速度足够快，可以在飞行中进行测试。他们

用的是一个高分辨率的相机，前面有一个显微镜。机器视觉系统对采集到的图像进行处理。

处理通常包括两个阶段：缺陷检测和缺陷分类。

半导体机器人的缺陷检测

缺陷检测是机器视觉过程，由高速比较晶片上的相邻区域具有相同的几何形状。由于晶

片是由一组芯片(染料)组成，并排建造，所以比较芯片的对应位置(染料到染料)是较有效的。

另一种比较方法是细胞对细胞，用于存储芯片，其中类似的几何图形驻留在每个芯片中。所

有的比较是为了使三个重复的元素(细胞或染料)能够发现一个是有缺陷的。在内部，比较达
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到像素级，以支持较新的半导体技术(通道宽度)。自动对焦和图像配准是重要的机器视觉任

务，使整个过程。任何有问题的晶片区域都存储在分类阶段。

半导体用机器人的缺陷分类

缺陷分类是识别缺陷类型，以便对半导体制造过程进行修正和恢复。例如，尘埃粒子可

能指向生产环境空气过滤的问题。缺陷分类采用了经典的分类方法。计算机视觉算法。特征

提取和一些图像和几何特性被涉及到。近年来，人们开始采用深度学习技术进行分类。错误

类型标记的缺陷图像在学习阶段。基于

深度学习的分类方法优于经典的机器视觉算法，后者能够对预先编程的缺陷(对应于程

序规则)进行分类，利用深度学习，系统可以检测每种类型的较大变化并从任何分类中学习。

盈泰德视觉为客户提供为其半导体业务定制的完善机器视觉软件，如果客户在这方面又需求

可以联系我们。
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